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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月17日(2012.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
（ａ）プローブ検査装置内において、加熱されたウエハステージ上に、被検査ウエハ以外
の予備ウエハをロードする工程；
（ｂ）前記工程（ａ）の後、前記予備ウエハを前記ウエハステージ上にロードした状態で
、前記ウエハステージの上方のプローブカードの複数のプローブ針を、前記予備ウエハの
上面に接触させ、この接触状態を保持したままで、前記プローブカードの予備加熱を実行
する工程；
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、前記予備ウエハの前記上面から前記プローブカードの前記複
数のプローブ針を、浮上させる工程；
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記予備ウエハを前記ウエハステージからアンロードする工
程；
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、前記ウエハステージ上に、前記被検査ウエハをそのデバイス
面を上に向けた状態でロードする工程；
（ｆ）前記工程（ｅ）の後、前記ウエハステージ上にロードされた前記被検査ウエハの前
記デバイス面上の複数の電極パッドのそれぞれに、前記複数のプローブ針の内の対応する
プローブ針をコンタクトさせた状態で、高温プローブ検査を実行する工程。
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